共用部分：
1. 标记：
1） 如客户有加标记要求，标记需加在每个单元板内，包括防火阻燃等级94V-0、UL标记、加工商LOGO或UL认证号。

2） 周期格式默认WWYY；

3） 标记优先加在底层阻焊层BS的无铜区域，底层阻焊层BS加不下，可加在顶层阻焊层，如果再加不下，需要与客户确认；
4） 单元板太小无法加下标记，如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，请与顾客确认；
5） 客户要求标记加在线路层/阻焊层，但是实际文件中无空余位置加标记/所加位置或导致铜面露铜。在字符层有位置加的直接加在字符层。字符层无位置加按照如下规则处理：如果有拼板，只在单元板上加周期，其他标记加在工艺边；如果没有拼板，请与顾客确认；
2. 板材、叠层：
1） 当成品板厚＜1.0mm,且顾客要求公差+/-10%时，需与顾客确认；

3. 钻孔：

1） PTH孔公差：+0.1/-0.05mm；NPTH孔公差：+/-0.05mm；铣NPTH孔公差：+0.15/-0.05mm；
2） PTH槽孔公差：+0.15/-0.05mm；
3） NPTH槽要求：钻槽公差+/-0.05mm，铣NPTH槽公差+0.15/-0.05mm；

4） 槽孔超极限能力需用特殊钻孔加工制作，再无法加工反馈确认；

5） 钻孔公差优先以孔附标识为准；
6） 文件中设计大于6.3MM的NPTH公差小于+/-4mil，完成孔径大于6.3mm的NPTH孔径公差按照+/-4mil控制；
7） 文件中设计大于6.2MM的PTH孔径公差小于+/-5 mil(因我司最大钻刀只有6.3MM，补偿后大于6.3mm钻刀需要铣的方式制作)，完成孔径大于6.2mm的PTH孔径公差超能力的按照+/-5mil控制；
8） 非金属槽孔及金属槽孔公差超能力(包括钻槽和铣槽)，槽孔公差均按+/-5mil控制。(如果原始公差为偏公差，则快捷将公差按照偏公差进行调整，保证公差区间为10MIL；如要求公差+4/-0MIL,则快捷调整为+10/-0MIL)；
9） 孔属性：

A） 客户说明文件定义为NPTH：NPTH设计的盘≤孔/槽，按照NPTH制作；

B） 客户说明文件定义为NPTH：NPTH设计单面或双面盘>孔/槽，需与客户确认属性；

C） 客户说明文件定义为PTH：PTH设计的盘≤孔/槽，需与客户确认属性；

D） 客户未定义钻孔属性：孔上的盘＜孔/槽，按照NPTH制作；

E） 客户未定义钻孔属性：孔上的盘=孔/槽，需与客户确认属性；

F） 客户未定义钻孔属性：孔上的盘>孔/槽，按照PTH制作；

4. 过孔工艺：
1） 盘中孔塞孔不允许有绿油帽；

2） 文件中设计过孔双面开窗/单面开窗，但是客户说明中要求过孔按照盖油处理，需与顾客确认；
3） 顾客定单中要求过孔开小窗时或说明文件要求开小窗时，开窗和要求都是设计的比钻孔大4mil,且不允许更改；我司制作能力为设计比孔大6MIL（单边3MIL），对于过孔开小窗的要求按照我司常规设计：比孔大6MIL（单边3MIL）；
5. 阻焊、字符：

1） 当客户要求SMT做桥(客户原文件设计桥或客户要求要做阻焊桥)，必须要保证阻焊桥。如顾客设计阻焊桥超过公司生产能力时，需要与顾客确认，不可随意删除；

2） 字符不能印在裸板上（字符印在非阻焊开窗区域）；
3） 客户标记、P/N号不可修改、不可移动；
4） 客户要求阻焊厚度最小1MIL，正常印阻焊达到此要求难度较大，阻焊厚度可以按照IPC正常要求制作；
5） 两个贴片之间间距不足（小于18MIL），无法保证贴片之间的字符桥。如果客户在贴片之间设计有字符桥，且贴片之间间距小于18MIL，则允许削字符桥，并且接受字符桥可能印不出来；
6. 线路：
1） 不允许删除非功能性焊盘；
2） 正常基铜0.33/0.5OZ，要求外层完成铜厚1.5OZ，我司制作有难度，无法达到，1/2OZ基铜板，外层铜厚40um；1/3OZ基铜板，外层铜厚35um；
3） 客户文件中贴片设计在板边，未说明是否允许板边露铜制作，需确认；
4） 喷锡板贴片间距补偿后间距小于6MIL，喷锡时会因为间距不足而导致短路。局部削贴片需确认；
5） 部分订单客户要求蚀刻公差+/-10%，我司正常制作难度很大，蚀刻公差小于正常能力的按照+/-1mil控制；
7. 表面工艺：

1） 沉锡厚度最小1.0um；

2） 金手指最小厚度0.75um；
3） 蓝胶厚度最小0.3mm，蓝胶型号SD 2955；
4） 孔太大或铣孔区域太大不能被蓝胶盖住需要与客户确认；

5） 对于有蓝胶要求的订单，顾客要求蓝胶厚度0.35+/-0.05mm；此公差太严格，我司无法控制；蓝胶厚度按照0.3-0.8mm制作；
6） 顾客许多定单要求沉金金厚0.08—0.23um,金厚下限太厚，我司沉金达到难度较大，沉金金厚按照我司常规最小0.05um控制；
8. 外形、拼板：

1） 铣外形公差+/-0.1mm；
2） V-CUT角度30+/-5度，余厚0.3-0.5mm；

3） 倒角按照孔附图说明或客户标准制作，如果不能制作需要反馈确认；

4） 拼板工艺边倒圆角，弧度R 1.0mm；

5） 客户文件如无特殊说明，附边按照公司常规邮票孔进行加工；

6） 如果V-CUT余厚小于我司正常工艺能力, 在余厚公差+/-0.1mm的条件下，可更改为按照我司能力制作；

7） 部分订单要求外形公差+/-3MIL，我司正常能力制作无法达到：
A） 对于非包边板，外形公差超能力的按照我司极限能力+/-4MIL制作；
B） 对于包边板，外形公差超能力按照我司极限能力+/-5MIL控制；
9. 其他：

1） 当引用V155/V005/V2G7/V2N6/V2UG全套资料时，即为按引用型号的NOPE单制作，其他不做任何更改；
2） 图纸、孔附图、外形图中说明有矛盾需要与客户确认；

3） 如果标识字同时出现在线路层和阻焊层，保留线路层，删除阻焊层，使其被覆盖；
4） 此客户不接受打叉板出货，同时工程CAM在终检工艺备注：如不够数需X-out出货，请与销售确认；
5） 加工说明中要求的铣槽宽度/标示宽度与实际Gerber文件不一致。如无具体图纸参照Gerber；如有图纸时，如图纸和Gerber一致，参考其中之一，若不同，EQ与客户确认；

6） 孔符图或者PDF中相关标识的尺寸与实际的Gerber文件不一致，标示尺寸与实际不一致时参照孔符图制作；

7） 文件中残铜率分布不一致，导致上下镜面残铜率相差大于50%。翘曲度按照1.0%控制；

10. 以下只针对与V2ME终端顾客Flextronics：终端顾客代码：V2ME-0001
1） 单板尺寸大于25*50mm时，标记加在板内，尺寸小于25*50mm时,对于PANEL拼板加在工艺边上；

2） 手指倒角30，45度，深度为：0.5mm到0.8mm；
3） 方形分留点边长最小0.3mm；
4） V-CUT 余厚0.5+/-0.1mm；
预审部分：
1. 客户无说明板材默认按照 FR-4，TG135；
2. 客户无说明按照绿色制作；

3. 客户无说明按照白色字符制作；
CAM部分： 无
